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内容概要

本书是一本介绍厚薄膜混合微电路的书籍。
重点叙述了生产高可靠混合电路产品所用的材料、制造工艺、组装工艺、测试和设计技术、技术文件
、失效分析及多芯片模块技术。

    本书内容新颖详实，是美国混合微电路专家的经验之谈。
很适合我国从事混合微电路专业的经理、工程技术人员阅读，也适合于从事整机电子线路的工程技术
人员参考，以便将混合微电路恰到好处地融合进整机设计，本书也非常适合作为微电子和电子工程专
业的高年级大学生和研究生的教学参考书。
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作者简介

James J.Licari 现任美国加利福尼亚州维梯耶市的Avan Teco公司总裁，是微电子材料和工艺的咨询专家
。
此前，他曾任位于加利福尼亚州新港海滩市的休斯公司微电子分部的首度科学家，体育场开发了高可
靠军事和航天应用的高密度、高性能的多芯片模块。
Licari博士毕业于普林斯
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